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电连接器

(57)摘要

本发明公开了一种电连接器，用于电性连接

一芯片模块，包括：一本体，用于向上承载芯片模

块，其设有多个收容孔；多个端子，分别对应收容

于收容孔，每一端子包括一基部、一第一臂及一

第二臂，基部用以连接一料带，第一臂自基部向

上延伸形成，第二臂自第一臂向上延伸形成，且

用以抵接芯片模块；其中第一臂的一侧与料带撕

裂成型，第二臂的相对两侧均与料带下料成型，

不仅节省了料带的材料，有利于节约成本，而且

还保证了第一臂的强度、以及料带与基部连接处

的强度；而且使得第二臂的相对两侧形成的毛边

位于第二臂的相同表面，通过控制第二臂不具有

毛边的另一表面抵接芯片模块，可有效避免毛边

刮伤芯片模块。
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1.一种电连接器，用于电性连接一芯片模块，其特征在于，包括：

一本体，用于向上承载所述芯片模块，其设有多个收容孔；

多个端子，分别对应收容于所述收容孔，每一所述端子包括一基部、一第一臂及一第二

臂，所述基部用以连接一料带，所述第一臂自所述基部向上延伸形成，所述第二臂自所述第

一臂向上延伸形成，且用以抵接所述芯片模块；

其中所述第一臂的一侧与所述料带撕裂成型，所述第二臂的相对两侧均与所述料带下

料成型，所述第二臂的相对两侧形成的毛边位于所述第二臂的同一表面，且所述第二臂不

具有毛边的另一表面用以抵接所述芯片模块。

2.如权利要求1所述的电连接器，其特征在于：自所述基部向上延伸形成一连料部用以

与所述料带相连，所述连料部的一侧与所述第一臂下料成型，且沿其延伸方向朝靠近所述

第一臂倾斜设置。

3.如权利要求2所述的电连接器，其特征在于：所述本体凹设有多个固持槽分别与所述

收容孔相连通，所述连料部收容于所述固持槽且部分延伸至所述收容孔，所述连料部的相

对另一侧刺破形成一凸刺，所述凸刺抵接所述固持槽的侧壁。

4.如权利要求1所述的电连接器，其特征在于：所述料带具有一缺口，所述缺口位于所

述第二臂与所述料带之间，且延伸至所述第一臂与所述第二臂的连接处。

5.如权利要求4所述的电连接器，其特征在于：所述第二臂的末端与所述料带下料成

型，使得所述第二臂的末端与所述料带之间具有间距。

6.如权利要求1所述的电连接器，其特征在于：所述第一臂的相对另一侧与所述料带下

料成型。

7.如权利要求6所述的电连接器，其特征在于：所述第一臂沿其延伸方向宽度逐渐减

小，所述第一臂撕裂成型一侧宽度的变化小于所述第一臂下料成型一侧宽度的变化。

8.如权利要求1所述的电连接器，其特征在于：所述第二臂延伸至其相邻排的相邻两个

所述收容孔之间，且位于其相邻排的两个所述第一臂之间。

9.如权利要求1所述的电连接器，其特征在于：所述第一臂包括自所述基部向上弯折且

朝远离所述基部的方向水平延伸形成的一第一段、自所述第一段向上弯折且沿竖直方向延

伸形成的一第二段、及自所述第二段向上弯折且朝靠近所述基部的方向倾斜延伸形成的一

第三段，所述第三段延伸越过所述基部所在的竖直平面。

10.如权利要求1所述的电连接器，其特征在于：所述第二臂包括自所述第一臂向上弯

折延伸形成的一第四段、及自所述第四段向上弯折延伸形成的一第五段，所述第四段与所

述第五段相切，且所述第五段抵接所述芯片模块。

11.如权利要求1所述的电连接器，其特征在于：自所述基部向下弯折延伸形成一焊接

部用以与一锡球焊接，所述焊接部包括自所述基部向下弯折且朝远离所述基部的方向水平

延伸的一第一部，及自所述第一部向下弯折且朝靠近所述基部的方向倾斜延伸形成的一第

二部，所述第二部末端凸设有一钩部，所述收容孔对应设有一卡持块位于所述钩部的上方，

用以限制所述端子向上移动。

12.如权利要求11所述的电连接器，其特征在于：所述本体的底面向下凸设有多个凸

块，所述第二部与所述凸块共同夹持所述锡球，且所述第一部与所述锡球之间具有间隔。

13.如权利要求11所述的电连接器，其特征在于：所述本体的底面向上凹设有多个容纳
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槽，所述容纳槽与所述收容孔相连通，所述锡球收容于所述容纳槽且与所述钩部焊接。

14.如权利要求11所述的电连接器，其特征在于：自所述基部向下延伸形成一限位部，

所述限位部与所述焊接部之间具有间隔，所述收容孔对应设有一限位面位于所述限位部的

下方，用以限制所述端子向下移动。

15.如权利要求11所述的电连接器，其特征在于：所述焊接部与所述第二臂位于所述基

部所在竖直平面的相对两侧。

16.如权利要求1所述的电连接器，其特征在于：自所述本体向上延伸形成多个支撑块

用于向上承载所述芯片模块，所述第二臂位于其相邻排的所述支撑块的一侧，且延伸越过

其相邻排的所述支撑块。

17.如权利要求16所述的电连接器，其特征在于：所述支撑块的一侧设有一斜面，所述

斜面正对于所述第一臂与所述第二臂的连接处。

18.如权利要求16所述的电连接器，其特征在于：所述第一臂与其相邻排的所述第二臂

位于同一排的相邻两个所述支撑块之间。
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电连接器

技术领域

[0001] 本发明涉及一种电连接器，尤其是指一种电性连接芯片模块的电连接器。

背景技术

[0002] 专利号为CN200920311125.0的中国专利揭示了一种端子及其料带，端子料带是由

一板材冲压形成，包括第一料带、与第一料带相连的若干第一端子、第二料带及与第二料带

相连的若干第二端子。第一端子与第二端子用于电性连接芯片模组至印刷电路板，且第一

端子与第二端子的结构相同。

[0003] 其中，第一端子包括平板状的第一基部、自第一基部向上延伸形成的第一连接部、

自第一连接部弯折向上延伸形成的第一弹性部。第一连接部用与料带连接，第一弹性部包

括自第一基部向上延伸的第一臂、及自第一臂向上延伸的第二臂，第二臂的末端设有第一

接触部与芯片模组电性连接。第一臂的相对两侧均与第一料带下料成型，第二臂的一侧与

第一料带下料成型，且第二臂的相对另一侧与第一料带撕裂成型。

[0004] 然而，该种端子及其料带结构至少存在以下缺点：由于第一臂的相对两侧均与第

一料带下料成型，因此不仅浪费了料带材料，不利于节约成本，而且减低了第一臂的强度、

以及料带与第一连接部连接处的强度。由于第二臂的一侧与第一料带下料成型，第二臂的

相对另一侧与第一料带撕裂成型，因此第二臂的相对两侧形成的毛边位于第二臂的不同表

面，当第二臂抵接芯片模组时，形成于第一接触部表面上的毛边容易刮伤芯片模组，进而影

响第一接触部与芯片模组的电性连接。

[0005] 因此，有必要设计一种新的电连接器，以克服上述问题。

发明内容

[0006] 本发明的创作目的在于提供一种可节约成本、提高端子及料带强度，且保证端子

与芯片模块之间稳定电性连接的电连接器。

[0007] 为了达到上述目的，本发明采用如下技术方案：

[0008] 一种电连接器，用于电性连接一芯片模块，其特征在于，包括：一本体，用于向上承

载所述芯片模块，其设有多个收容孔；多个端子，分别对应收容于所述收容孔，每一所述端

子包括一基部、一第一臂及一第二臂，所述基部用以连接一料带，所述第一臂自所述基部向

上延伸形成，所述第二臂自所述第一臂向上延伸形成，且用以抵接所述芯片模块；其中所述

第一臂的一侧与所述料带撕裂成型，所述第二臂的相对两侧均与所述料带下料成型。

[0009] 进一步，自所述基部向上延伸形成一连料部用以与所述料带相连，所述连料部的

一侧与所述第一臂下料成型，且沿其延伸方向朝靠近所述第一臂倾斜设置。

[0010] 进一步，所述本体凹设有多个固持槽分别与所述收容孔相连通，所述连料部收容

于所述固持槽且部分延伸至所述收容孔，所述连料部的相对另一侧刺破形成一凸刺，所述

凸刺抵接所述固持槽的侧壁。

[0011] 进一步，所述料带具有一缺口，所述缺口位于所述第二臂与所述料带之间，且延伸

说　明　书 1/5 页

4

CN 108110451 B

4



至所述第一臂与所述第二臂的连接处。

[0012] 进一步，所述第二臂的末端与所述料带下料成型，使得所述第二臂的末端与所述

料带之间具有间距。

[0013] 进一步，所述第一臂的相对另一侧与所述料带下料成型。

[0014] 进一步，所述第一臂沿其延伸方向宽度逐渐减小，所述第一臂撕裂成型一侧宽度

的变化小于所述第一臂下料成型一侧宽度的变化。

[0015] 进一步，所述第二臂延伸至其相邻排的相邻两个所述收容孔之间，且位于其相邻

排的两个所述第一臂之间。

[0016] 进一步，所述第一臂包括自所述基部向上弯折且朝远离所述基部的方向水平延伸

形成的一第一段、自所述第一段向上弯折且沿竖直方向延伸形成的一第二段、及自所述第

二段向上弯折且朝靠近所述基部的方向倾斜延伸形成的一第三段，所述第三段延伸越过所

述基部所在的竖直平面。

[0017] 进一步，所述第二臂包括自所述第一臂向上弯折延伸形成的一第四段、及自所述

第四段向上弯折延伸形成的一第五段，所述第四段与所述第五段相切，且所述第五段抵接

所述芯片模块。

[0018] 进一步，自所述基部向下弯折延伸形成一焊接部用以与一锡球焊接，所述焊接部

包括自所述基部向下弯折且朝远离所述基部的方向水平延伸的一第一部，及自所述第一部

向下弯折且朝靠近所述基部的方向倾斜延伸形成的一第二部，所述第二部末端凸设有一钩

部，所述收容孔对应设有一卡持块位于所述钩部的上方，用以限制所述端子向上移动。

[0019] 进一步，所述本体的底面向下凸设有多个凸块，所述第二部与所述凸块共同夹持

所述锡球，且所述第一部与所述锡球之间具有间隔。

[0020] 进一步，所述本体的底面向上凹设有多个容纳槽，所述容纳槽与所述收容孔相连

通，所述锡球收容于所述容纳槽且与所述钩部焊接。

[0021] 进一步，自所述基部向下延伸形成一限位部，所述限位部与所述焊接部之间具有

间隔，所述收容孔对应设有一限位面位于所述限位部的下方，用以限制所述端子向下移动。

[0022] 进一步，所述焊接部与所述第二臂位于所述基部所在竖直平面的相对两侧。

[0023] 进一步，自所述本体向上延伸形成多个支撑块用于向上承载所述芯片模块，所述

第二臂位于其相邻排的所述支撑块的一侧，且延伸越过其相邻排的所述支撑块。

[0024] 进一步，所述支撑块的一侧设有一斜面，所述斜面正对于所述第一臂与所述第二

臂的连接处。

[0025] 进一步，所述第一臂与其相邻排的所述第二臂位于同一排的相邻两个所述支撑块

之间。

[0026] 与现有技术相比，本发明电连接器具有以下有益效果：

[0027] 本发明中，由于所述第一臂的一侧与所述料带撕裂成型，不仅节省了所述料带的

材料，有利于节约成本，而且还保证了所述第一臂的强度、以及所述料带与所述基部连接处

的强度；由于所述第二臂的相对两侧均与所述料带下料成型，使得所述第二臂的相对两侧

形成的毛边位于所述第二臂的相同表面，通过控制所述第二臂不具有毛边的另一表面抵接

所述芯片模块，可有效避免毛边刮伤所述芯片模块，保证了所述第二臂与所述芯片模块之

间稳定的电性连接。
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【附图说明】

[0028] 图1为本发明电连接器中端子与料带成型的示意图；

[0029] 图2为图1中端子与料带的立体图；

[0030] 图3为本发明电连接器的立体图；

[0031] 图4为图3中的电连接器倒转180°后的立体图；

[0032] 图5为图3中的电连接器的俯视图；

[0033] 图6为图5中的电连接器沿A-A方向的剖视图；

[0034] 图7为图5中的电连接器沿B-B方向的剖视图；

[0035] 图8为图7中的电连接器在芯片模块下压后的平面图。

[0036] 具体实施方式的附图标号说明：

[0037] 电连接器100 本体1 上表面11 下表面12

收容孔13 卡持块131 导引面1311 固持槽14

限位面141 支撑块15 斜面151 容纳槽16

凸块17 端子2 基部21 连料部211

凸刺2111 限位部212 第一臂22 第一段221

第二段222 第三段223 第二臂23 第四段231

第五段232 焊接部24 第一部241 第二部242

钩部243 料带3 缺口31 芯片模块4

电路板5 锡球6    

【具体实施方式】

[0038] 为便于更好的理解本发明的目的、结构、特征以及功效等，现结合附图和具体实施

方式对本发明作进一步说明。

[0039] 如图3、图5和图7所示，为本发明电连接器100，用以电性连接一芯片模块4至一电

路板5，其包括用于向上承载所述芯片模块4的一本体1，以及收容于所述本体1的多个端子

2。每一所述端子2通过一锡球6焊接至所述电路板5。

[0040] 所述本体1为绝缘材料制成，所述本体1具有相对的一上表面11和一下表面12，所

述本体1设有多个收容孔13沿上下方向贯穿所述上表面11和所述下表面12，多个所述收容

孔13成多排排布，且相邻两排所述收容孔13之间错位设置。

[0041] 如图3、图5和图6所示，每一所述收容孔13内凸设有一卡持块131，所述卡持块131

的一侧具有一导引面1311。

[0042] 自所述上表面11向下凹设有多个固持槽14，所述固持槽14与所述收容孔13相连

通，所述固持槽14具有一限位面141介于所述上表面11和所述下表面12之间。

[0043] 自所述上表面11向上延伸形成多个支撑块15，所述支撑块15用于向上承载所述芯

片模块4(辅助参看图8)，所述支撑块15的一侧具有一斜面151。

[0044] 如图3和图4所示，自所述下表面12向上凹设有多个容纳槽16，所述容纳槽16与所

述收容孔13相连通，所述容纳槽16的形状与所述锡球6的形状相适配。

[0045] 自所述下表面12向下延伸形成多个凸块17。

[0046] 如图1、图2和图3所示，每一所述端子2包括一基部21、一第一臂22、一第二臂23、以
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及一焊接部24。

[0047] 所述基部21呈平板状，且用以连接一料带3。

[0048] 所述第一臂22自所述基部21向上弯折延伸形成，所述第二臂23自所述第一臂22向

上弯折延伸形成。

[0049] 如图5所示，所述第二臂23延伸至其相邻排的相邻两个所述收容孔13之间，且位于

其相邻排的两个所述第一臂22之间。

[0050] 所述第二臂23位于其相邻排的所述支撑块15的一侧，且延伸越过其相邻排的所述

支撑块15，所述第一臂22与其相邻排的所述第二臂23位于同一排的相邻两个所述支撑块15

之间，所述支撑块15的所述斜面151正对于所述第一臂22与所述第二臂23的连接处。

[0051] 如图1所示，所述第一臂22的一侧与所述料带3撕裂成型，且所述第一臂22的相对

另一侧与所述料带3下料成型。所述第一臂22沿其延伸方向宽度逐渐减小，所述第一臂22撕

裂成型一侧宽度的变化小于所述第一臂22下料成型一侧宽度的变化。

[0052] 如图3和图7所示，所述第一臂22包括自所述基部21向上弯折且朝远离所述基部21

的方向水平延伸形成的一第一段221、自所述第一段221向上弯折且沿竖直方向延伸形成的

一第二段222、以及自所述第二段222向上弯折且朝靠近所述基部21的方向倾斜延伸形成的

一第三段223。所述第三段223延伸越过所述基部21所在的竖直平面。

[0053] 如图1所示，所述第二臂23用以抵接所述芯片模块4，所述第二臂23的相对两侧均

与所述料带3下料成型。所述第二臂23沿其延伸方向宽度相等，所述第二臂23的末端与所述

料带3下料成型，使得所述第二臂23的末端与所述料带3之间具有间距。

[0054] 如图3和图7所示，所述第二臂23包括自所述第三段223向上弯折延伸形成的一第

四段231、以及自所述第四段231向上弯折延伸形成的一第五段232，所述第四段231与所述

第五段232相切，且所述第五段232抵接所述芯片模块4。

[0055] 如图1所示，所述料带3具有一缺口31，所述缺口31位于所述第二臂23与所述料带3

之间，所述缺口31的底部呈圆弧状，所述缺口31延伸至所述第一臂22与所述第二臂23的连

接处。

[0056] 自所述基部21向上延伸形成一连料部211用以与所述料带3相连，所述连料部211

的顶面与所述上表面11相平齐(辅助参看图7)，所述连料部211的一侧与所述第一臂22下料

成型，且沿其延伸方向朝靠近所述第一臂22倾斜设置。

[0057] 如图3和图7所示，所述连料部211收容于所述固持槽14且部分延伸至所述收容孔

13，所述连料部211的相对另一侧刺破形成一凸刺2111，所述凸刺2111抵接所述固持槽14的

侧壁，用以固定所述端子2。

[0058] 所述焊接部24自所述基部21向下弯折延伸形成，用以与所述锡球6焊接。所述焊接

部24与所述第二臂23位于所述基部21所在竖直平面的相对两侧。

[0059] 如图4和图7所示，所述焊接部24包括自所述基部21向下弯折且朝远离所述基部21

的方向水平延伸的一第一部241，以及自所述第一部241向下弯折且朝靠近所述基部21的方

向倾斜延伸形成的一第二部242。所述第二部242末端凸设有一钩部243，所述卡持块131位

于所述钩部243的上方，用以限制所述端子2向上移动。

[0060] 所述锡球6收容于所述容纳槽16，所述第二部242与所述凸块17共同夹持所述锡球

6，所述锡球6与所述钩部243焊接，所述锡球6与所述第一部241之间具有间隔。
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[0061] 如图3和图6所示，自所述基部21竖直向下延伸形成一限位部212，所述限位部212

位于所述连料部211的正下方，所述限位部212与所述焊接部24之间具有间隔，所述限位面

141位于所述限位部212的下方，用以限制所述端子2向下移动。

[0062] 如图2、图3和图4所示，组装时，同一排的所述端子2通过所述连料部211连接于同

一个所述料带3，再将所述端子2由上至下安装至所述收容孔13，所述连料部211收容于所述

固持槽14，所述凸刺2111抵接所述固持槽14的侧壁，所述限位部212移动至所述限位面141

的上方，所述钩部243通过所述导引面1311移动至所述卡持块131的下方，最后折断并且取

走所述料带3。

[0063] 如图7和图8所示，使用时，先将所述电连接器100放置在所述电路板5上，利用所述

锡球6将所述电连接器100焊接固定在所述电路板5上，再将所述芯片模块4安装至所述电连

接器100上，然后对所述芯片模块4施加向下的作用力，使得所述芯片模块4向下抵接所述端

子2，直至所述支撑块15向上支撑所述芯片模块4。

[0064] 综上所述，本发明电连接器有下列有益效果：

[0065] (1)由于所述第一臂22的一侧与所述料带3撕裂成型，不仅节省了所述料带3的材

料，有利于节约成本，而且还保证了所述第一臂22的强度、以及所述料带3与所述基部21连

接处的强度；由于所述第二臂23的相对两侧均与所述料带3下料成型，使得所述第二臂23的

相对两侧形成的毛边位于所述第二臂23的相同表面，通过控制所述第二臂23不具有毛边的

另一表面抵接所述芯片模块4，可有效避免毛边刮伤所述芯片模块4，保证了所述第二臂23

与所述芯片模块4之间稳定的电性连接。

[0066] (2)所述连料部211的一侧与所述第一臂22下料成型，且沿其延伸方向朝靠近所述

第一臂22倾斜设置，可增加所述连料部211与所述料带3之间的连接面积，以增大所述连料

部211与所述料带3连接处的强度。

[0067] (3)所述料带3具有一缺口31，所述缺口31位于所述第二臂23与所述料带3之间，且

延伸至所述第一臂22与所述第二臂23的连接处，以方便所述第一臂22与所述料带3撕裂成

型。

[0068] (4)所述第二臂23的末端与所述料带3下料成型，使得所述第二臂23的末端与所述

料带3之间具有间距，保证了所述第二臂23的末端形成的毛边与所述第二臂23的相对两侧

形成的毛边位于所述第二臂23的相同表面，可进一步避免毛边刮伤所述芯片模块4。

[0069] (5)所述第一臂22与所述第二臂23的相同一侧均与所述料带3下料成型，可一次性

加工出所述第一臂22与所述第二臂23相同一侧的外形结构，有利于节约成本。

[0070] (6)所述第二臂23延伸至其相邻排的相邻两个所述收容孔13之间，且位于其相邻

排的两个所述第一臂22之间，使得相邻排的所述端子2的排布更加紧凑，以便在保证所述本

体1体积不变的前提下，增加所述端子2的数量以扩充所述电连接器100的电性性能。

[0071] (7)所述支撑块15的一侧设有一斜面151，所述斜面151让位于所述第一臂22与所

述第二臂23的连接处，有利于所述芯片模块4下压所述第二臂23，从而保证所述芯片模块4

与所述第二臂23之间稳定的电性连接。

[0072] 以上详细说明仅为本发明之较佳实施例的说明，非因此局限本发明之专利范围，

所以，凡运用本创作说明书及图示内容所为之等效技术变化，均包含于本创作之专利范围

内。
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